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Verfahren unci Vorrichtung zur Ermittlung der 

Druckverteilung zum Bonden 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und cine Vorrichtung zur Ermittlung der 

Druckverteilung in einer Grenzschicht zweier Werkzeuge liber die 

Verformung viskoser oder plastisch verformbarer Medien gemaB 

Patentanspruch 1 und 9. 

Wahrend eines Bondvorganges ist die Druckverteilung auf die zu 

verschweiBenden Wafer von immenser Bedeutung. Die Druckverteilung ist 

eine direkte Eigenschaft der Oberflachenwelligkeit und Oberflachenrauheit 

der in Kontakt stehenden Oberflachen aller Werkzeuge, die tiber bzw. unter 

dem Wafer liegen. Zu den Werkzeugeri zahIen vor all em Heizer, 

Druckplatten, Kompensationsplatten, Aufnahmen (Bondchucks) etc. Die 

Kenntnis der Oberflachenwelligkeit und Oberflachenrauheit des Werkzeuges. 

dessen Oberflache direkt mit einem der Wafer in Kontakt ist, reicht zur 

Berechnung der Druckverteilung nicht aus. Es ist daher mit gewohnlichen 

Messmethoden wie AFM, Laserinterferrometrie, WeiBlichtinterferrometrie 

nicht moglich, eine direkte und verlassliche Aussage fiber die 

Druckverteilung des Bondprozesses zu erhalten. Diese Messmethoden dienen 

einzig und allein der Bestimmung der Topographic der Oberflache des 

Werkzeuges, welches direkt mit einem der zu verschweiBenden Wafer in 

Kontakt ist. Die Homogenitat der Druckverteilung hat einen sehr groBen 

Einfluss auf die Bondqualitat, woraus unmittelbar die Ausschussrate von 

kompletten gebondeten Wafern bzw. die Ausschussrate der funktionellen 

Komponenten, welche sich auf dem Wafer befinden, folgt. Verschiedene 

negative Konsequenzerv im Falle einer unzureichenden DruckgleichmaBigkeit 
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uncl/oder unebener Werkzeuge sollen hier kurz erwahnt werden. Im Falle 

nicht bzw. kaum verformbarer Bonding inter faces, beispielsweise bei Metall-

Metall Bonds, fiihrt eine unzureichende DruckgleichmaBigkeit zu einem 

mangelhaften oder gar keinem Verbonden an jenen Stellen, an denen der 

Druck zu gering war. Beispielhaft seien hier Cu-Cu, Au-Au, Al-Al, W-W, Ni-

Ni oder Ti-Ti Bonds erwahnt. 

Fur moderat verformbare Bondinginter faces, beispielsweise Eutektika, 

welche wahrend des Bondvorgangs durch eine fliissige Phase gehen, kann 

eine ungleichmaBige Druckverteilung zu einem inhomogenen Gefiige fiihren. 

Fiir sehr gut verformbare Bondingint erf aces, beispielsweise temporare 

Bondingadhesives, fiihrt die ungleichmaBige Druckverteilung am Beginn des 

Bondingprozesses ausschlieBlich zu einer inhomogenen 

Schichtdickenverteilung des Bondingadhesives. 

Zur Bestimmung der Druckverteilung werden in der Industrie momentan vor 

allem Druckf'olien verwendet, deren Materia! sensitiv auf Druckbelastung 

reagiert. Das Material verfarbt sich abhangig vom entsprechenden Druck 

unterschiedlich stark oder iindert die Intensitat seiner Farbe. Eine optische 

Auswertung der Yerfarbung oder Intensitatsanderung erlaubt Riickschliisse 

auf die Druckverteilung, welche auf einen perfekten Wafer, der sich zwischen 

den Werkzeugen befindet, wirken wiirde. Die Druekfolien sind nur bei 

Raumtemperatur einsetzbar. 

Die Oberflachenqualitat aller tibereinander fixierten Werkzeuge nimmt bei 

einer Vielzahl von Bondschritten ab, so dass von Zeit zu Zeit eine erneute 

Messung der Druckverteilung erforderlich ist, um den Ausschuss, 

insbesondere beim Waferbonden, zu minimieren. Der VerschleiB ist vor allem 

bei plastisch verformbaren Werkstoffen wie Met all nachweisbar. Bei einer 

nicht mehr tolerierbaren, ungiinstigen Druckverteilung miissen im 

schlimmsten Fall alle tibereinander fixierten Werkzeuge nachbearbeitet 

werden. 
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Alternative Mess verfahren zur Ermittlung der Druckverteilung arbeiten mit 

Kraftmessdosen. mit welchen aber auf Grund der GroBe der Kraftmessdosen 

nur eine sehr grobe Auflosung entlang der Aufnahme oder der Druckplatte 

moglich ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindungen ist es daher, ein, insbesondere 

automatisierbares, in Verfahrensablaufe integrierbares Verfahren sowie eine 

korrespondierende Vorrichtung vorzusehen, mit der die Druckverteilung 

zwischen den Werkzeugen in regelmaBigen Abstanden moglichst einfach und 

genau gemessen werden kann. Dabei sollen die Mittel zur Messung moglichst 

wieder verwendbar sein. Das erfindungsgemaBe Verfahren soli moglichst 

unter realen Prozessbedingungen anwendbar sein. 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentanspriiche I und 9 gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildurigen der Erfindung sind in den Unteranspruchen 

angegeben. In den Rah men der Erfindung fallen auch samtliche 

Kombinationen aus zumindest zwei in der Beschreibung, den Anspriichen 

und/oder den Zeichnungen angegeberien Merkmalen. Bei Wertebereichen 

sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte als Grenzwerte 

offenbart und in beliebiger Kombination beanspruchbar sein. 

VorrichtungsgemaBe Merkmale sollen auch als verfahrensgemaBe Merkmale 

offenbart gelten und umgekehrt. 

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Grundidee, durch Messung der, 

insbesondere lokalen, Verformung bzw. GroBenordnung einer Messschicht, 

die zwischen die Aufnahme (Werkzeug) und die Druckplatte (Werkzeug) 

eingebracht wird, moglichst exakt auf die Druckverteilung riickschlieBen zu 

konnen. Die Dicke der Messschicht beim Messen ist kleiner als 200 fim, mit 

Vorzug kleiner als 100 (am mit groBerem Vorzug kleiner als 50 j.im, mit noch 

groBerem Vorzug kleiner als 10 p.m, mit groBtem Vorzug kleiner als 5 p mit 

allergroBtem Vorzug kleiner als 1 pm. Die bevorzugte Dicke der Messschicht 

hangt vor allem von dem zu verwendeten Bondprozess ab. Mochte man das 
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erfindungsgemaBe Verfahren verwenden, um die Druckverteilung fur einen 

spateren Metall-Metallbond zu eruieren, wahlt man erfindungsgemaB sehr 

diinne Schichteii, mit Vorzug kleiner als 10 |im, mit groBerem Vorzug kleiner 

als 5 (im, mit groBtem Vorzug kleiner als 1 (am. 

Fiir Bondprozesse mit moderat verformbaren Bondinterfaces, beispielsweise 

eutektischen Bonds, die durch eine fliissige Phase laufen, verwendet man 

erfindungsgemaB Schichtdicken kleiner als 50 pm, mit Vorzug kleiner als 10 

pm, mit groBtem Vorzug kleiner als 5 p m. 

Fiir Bondprozesse mit sehr leicht verformbaren Bondinterfaces, 

beispielsweise temporaren Bondingadhesiven, verwendet man 

erfindungsgemaB sehr dicke Schichten. Die Schichtdicken sind mit Vorzug 

kleiner als 200 pm, mit groBerem Vorzug kleiner als 100 pm, mit groBtem 

Vorzug kleiner 50 pm. 

Uberschneidungen der genannten Schichtdickenbereiche sind erlaubt und 

moglich. abhangig vom exakten Bondp. ozess und Material. 

Damit ist das einzige Verbrauchsmaterial fur das erfindungsgemaBe 

Mess verfa.hr en beziehungsweise die erfindungsgemaBe Mess vorrichtung die 

Messschicht, die durch Druckbeaufschlagung beziehungsweise Aufeinander 

zu bewegen der Druckplatte und der Aufnahme verformt wird. Die relative, 

insbesondere parallel zur Oberflache des Wafers bewirkte, Verformung der 

Messschicht wird anschlieBend gemessen und ausgewertet und auf Grund der. 

insbesondere lokalen, Verformung der Messschicht kann auf die 

Druckverteilung in der Grenzschicht zwischen den Werkzeugen 

riickgeschlossen werden. Die erfindungsgemaBe Methode kann auch bei 

hoheren Temperaturen eingesetzt werden, mit Vorzug fiber Raumtemperatur, 

mit groBerem Vorzug fiber 200 °C, mit noch groBerem Vorzug fiber 400 °C 

mit groBtem Vorzug fiber 600 °C. Die Messung kann insbesondere optisch, 

vorzugsweise durch Kameras, erfolgen. Optiken dienen der VergroBerung der 

zu messenden Schichten. Eine zweidimensionale Messung der Verformung in 

Aufsicht auf die Oberflache der Messschicht, insbesondere orthogonal zur 
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Oberflache des Wafers, ist vorteilhaft. Es kann insbesondere die Anderung 

des Durchmessers bzw. die Ausbreitung der Messschicht erfasst werden. 

GemaB einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist vorgesehen. 

dass zwischen der Messschicht und den iiber bzw. unter ihr liegenden 

Werkzeugen zueinander ausgerichtete Wafer eingebracht werden. Auf diese 

Weise erfolgt die Verformung der Messschicht unter realistischen 

Bedingungen und die Entfernung der Messschicht kann, insbesondere 

ruckstandsfrei nach Durchfuhrung der Messung erfolgen. Mit realistischen 

Bedingungen sind Zustande gemeint, unter denen der eigentliche 

Bondvorgang erfolgt. Diese Zustande zeichnen sich durch erhohte 

Temperatur, Vakuum. erhohten Druck und ahnliche Parameter aus. Da ruber 

hinaus sind die Leerlaufzeiten der Vorrichtung, soweit die Messung in-line 

erfolgt, dadurch minimiert, dass die Vorbereitung und auch die Messung 

unabhangig von den Werkzeugen bzw. der Bondinganlage erfolgen kann, 

Soweit die Form der Messschicht vor der Verformung gemessen wird, wird 

die Genauigkeit der Messung der Verformung deutlich erhohl. Eine Messun 

der Form der Messschicht nach der Verformung ist absolut notwendig um d 

entsprechende Kraft und dam it den Druck im entsprechenden Punkt 

berechnen zu konnen. 

GemaB einer weiteren, vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist 

vorgesehen, dass die Messschicht aus fluidem, insbesondere aushartbaren. 

Material besteht. Entsprechend kann die Aufbringung oder Einbringung der 

Messschicht durch einen Droplet-Dispenser erfolgen. der eine gezielte und 

reproduzierbare Aufbringung. insbesondere in Form von Tropfen oder 

Bahnen, ermoglicht. Bei Aufbringung in definierter GroBe oder eines 

definierten Volumens kann sogar auf die vorherige Vermessung der 

Messschicht vor Verformung der Messschicht verzichtet werden. wodurch 

eine weitere Beschleunigung des erfindungsgema6en Verfahrens moglich 

wird. 
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Dies wird weiter optimiert, indem Verteilmittel, insbesondere in Form eines 

Droplet-Dispensers, zurn definierten Verteilen der Messschicht zwischen der 

Aufnahme und der Druckplatte vorgesehen sind. 

Mit Vorteil ist weiterhin vorgesehen, dass die Messung der Verformung, 

insbesondere der Ausbreitung, an einer Vielzahl von Positionen entlang der 

Messschicht, insbesondere optisch, erfolgt. Die Verformung der Messschicht 

erlaubt die Berechnung der Druckverteilung, welche von den Werkzeugen auf 

die Zwischenschicht ausgeiibt wurde. 

Indem zwischen der Messschicht und mindestens einem der Wafer eine 

haftreduzicrende Schicht eingebracht wird, wird das Ablosen der Messschicht 

nach Durchfuhrung der Messung der Verformung der Messschicht 

beschleunigt und vereinfacht. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus 

der Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele sowie anhand der 

Zei ch nun gen. Diese zeigen in: 

Fig. 1 bis Ig einen erfindungsgemaBen Verfahrensablauf gemaB einer 

Ausfiihrungsform der Erfindung, 

Fig. 2 eine alternative Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen 

Verfahrens, 

Fig. 3 eine weitere alternative Ausfiihrungsform des 

erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig. 4 eine erfindungsgemaBe Messschicht in einer Aufsicht, 

Fig. 5 eine Seitenansicht einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zur 

Ausfiihrung des Verfahrens, 
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Fig. 6 ein beispielhaftes Viskositatsdiagramm fiir ein Material und 

Fig. 7 Die Formel zur Berechnung der Kraft aus den Parametern der 

verformten und nichtverformten Schicht 7. 

In den Figuren sind gleiche oder gleichwirkende Bauleile mit den gleichen 

Bezugszeichen gekennzeichnet. 

GemaB Figur la wird ein zur Ermittlung der Druckverteilung vorgesehener 

Wafer 2 auf einer Platte 6 abgelegt. Bei der Platte 6 handelt es sich 

beispielsweise um einen Probenhalter innerhalb eines sogenannten Droplet-

Dispensers, mit dem eine, insbesondere volumenmaBig, gezielte und 

reproduzierbare Aufbringung von Tropfen oder Bahnen moglich ist. Auf den 

Wafer 2 wird gemaB Figur 1 b durch einen Dispenser 8, insbesondere in 

einem., vorzugsweise gitterformigen, Raster oder in jeder beliebigen anderen 

Verteilung bzw. Matrix, eine Messschicht 7, insbesondere in Form einer 

Vielzahl von entlang des Rasters angeordneter Tropfen definierter GroBe, 

aufgebracht. Der Wafer 2 wird anschlieBend, insbesondere mittels eines 

Roboterarms, auf eine Heizplatte 6' mit integrierten Heizungen 8 gelegt, um 

die in fluider Form vorliegende Messschicht 7 durch Verdampfung des in der 

Messschicht enthaltenden Losungsmittels auszuharten. Die Messschicht 7 

kann insbesondere aus einem Polymer, mit Vorzug einem Thermoplast, 

bestehen. Die Heizplatte 6' ist vorzugsweise identisch mit der Platte 6 des 

Droplet-Dispensers. 

Nach dem Ausharten der Messschicht 7 gemaB Figur 1c wird der Wafer 2 auf 

ein als Aufnahme ausgebildetes Werkzeug 1 der erfindungsgemaBen 

Vorrichtung, insbesondere mittels des Roboterarms, abgelegt und dort 

gegebenenfalls fixiert. Dadurch liegt der Wafer 2 auf einer 

Werkzeugoberfiache lo de Werkzeugs 1, dessen Oberflachenebenheii 

beziehungsweise Rauhigkeit oder Welligkeit bzw. die sich daraus ergebende 
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Druckverteilung entlang der Kontaktflachen durch das erfindungsgemaBe 

Messverfahren beziehungsweise die erfindungsgemaBe Messvorrichtung 

gemessen werden soli. 

Auf Abstandshaltern 3, die auch als Klemmen zur Fixierung des Wafers 2 auf 

dem Werkzeug 1 dienen konnen, wird ein weiterer Wafer 4 abgelegt. Soweit 

die Messschicht 7 hochviskos genug ist, um unter der Last des weiteren 

Wafers 4 nicht verformt zu werden, ist auch eine Ausfiihrung ohne 

Abstandshalter 3 denkbar. Die Viskositat der Messschicht 7 beim Verformen 

liegt insbesondere zwischen 1G3 und 1010 Pa*s. Fig. 6 zeigt beispielhaft eine 

Viskositatskurve fiir ein Material im Temperaturbereich von 120 °C - 260 °C 

Fiir die erfindungsgemaBe Ausfiihrungsform wird jenes Material verwendet, 

dessen geeigneter Viskositatsverlauf im gewiinschten Temperaturbereich der 

Prozessbedingungen liegt. 

Die Wafer 2 und 4 sollten mit Vorzug perfekt eben sein, keine 

Oberflachenrauhigkeit und keine Welligkeit besitzen. Da diese Bedingungen 

unrealistisch sind, sollten die zur Ermittlung der Druckverteilung 

vorgesehenen Wafer 2, 4 die gleichen Oberflachenrauhigkeitswerte und 

Welligkeitswerte besitzen wie jene Produktwafer. die im spateren Prozess 

gebonded werden sollen. Die Wafer 2, 4 sollen denselben Durchmesser 

besitzen wie die spater zu bondenden Substratwafer. Des Weiteren sind sie 

mit Vorteil aus dem gleichen Material gefertigt. Sind die Wafer 2, 4 und die 

Substratwafer einkristallin, besitzen die Wafer 2, 4 mit Vorzug die gleiche 

kristallographische Orientierung wie die spater zu bondenden Substratwafer. 

Dam it kann gewahrleistet werden, dass die Messergebnisse exakt die 

tatsachlich im Boiidinterface des Produktwafers zu erwartende 

Druckverteilung reprasentiert. 

Als Wafer 4 ist insbesondere ein Glaswafer erfindungsgemaB denkbar, um 

eine schnelle Auswertung mittels einer Auswerteoptik als Messmittel zur 

Messung der Verformung zu ermoglichen. Die Auswertung kann also nach 
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Verformung der Messschicht 7 bei noch nicht abgelosten Wafern 2, 4 

erfolgen. 

Die Verformung der Messschicht 7 beziehungsweise der einzelnen Tropfen 

erfolgt durch ein als Druckplatte ausgebildetes Werkzeug 5, indem das 

Werkzeug 5 an das Werkzeug 1 angenahert wird. Eine Werkzeugoberflache 

5o des Werkzeuges 5 weist ebenfails Oberflachenunebenheiten auf. Des 

Weiteren besitzen alle Werkzeuge 1', 1", 5', 5" iiber bzw. unter den 

Werkzeugen 5 bzw. 1 im Allgemeinen ebeiifalls unebene Oberflachen. Durch 

das erfindungsgemaBe Verfahren wird demnach die Druckverteilung der 

{Combination aller Werkzeuge 5, 5',... bzw. 1, 1',... ermittelt, indem die 

Verformung der Messschicht 7 ausgewertet wird. In der erfindungsgemaBen 

Methode werden mit Vorzug Wafer 2,4 verwendet, die in Material, Dicke, 

Oberflachenrauhigkeit, Welligkeit und anderen Parametern den spater im 

ei gent lichen Bondprozess verwendet en Wafern entsprechen. 

Die Verformung der Messschicht 7 ist in der Figur if dargestellt. Bei der 

Druckbeaufschlagung der Messschicht 7 durch die Bewegung des Werkzeuges 

5 auf das Werkzeug 1 zu wird die Messschicht 7 plastisch verformt. Wegen 

der Unebenheit ergibt sich eine unterschiedliche Verformung an 

unterschiedlichen Orten. so dass auf Grund der unterschiedlichen Verformung 

der Tropfen eine Auswertung des Messergebnisses durch eine 

Auswerteeinrichtung ermoglicht wird. An Stellen, wo der Durchmesser der 

Tropfen starker erhoht wird, ist das Werkzeug 5 an seiner Druckflache 5o 

entsprechend naher an der Werkzeugoberflache lo des Werkzeuges 1, 

wahrend bei entgegengesetztem Effekt die Entfernung holier ist. 

AnschlieBend erfolgt nach Auseinanderbewegen des Werkzeuges 5 und des 

Werkzeuges 1 die Messung der Verformung der Messschicht 7 an einer 

Vielzahl von an der Messschicht 7 verteilten Messpunkten durch Messmittel 

11, insbesondere optische Messmittel 11, vorzugsweise optischen 

Mikroskopen und/oder CCD-Kameras, die eine entsprechende Auflosung 
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aufweisen. Mit Vorteil ist es dabei vorgesehen, dass die Messung durch den 

Wafer 4 hindurch erfolgt, beispielsweise indem der Wafer fiir optisches Licht 

durchlassig ist, insbesondere als Glaswafer. Alternativ kann bei fiir optisches 

Licht opakem Wafer 4 mittels Infrarotstrahlung gemessen werden. 

Die in der Figur 2 gezeigte alternative Ausfiihrungsform ist dadurch 

gekennzeich.net, dass jeweils zwischen der Messschicht 7 und, insbesondere 

jedem, der Wafer 2, 4 eine haftreduzierende Schicht 9 auf dem Wafer 

vorgesehen ist, die vor Aufbringung der Messschicht 7 auf die Wafer 2, 4 

jeweils aufgebracht wird. 

In der Ausfiihrungsform gemaB Figur 3 ist eine Messschicht 7' vorgesehen, 

die vollflachig, insbesondere fiber den gesamten Wafer 2 mit einer moglichst 

konstanten Dicke aufgebracht wird. Bei dieser Ausfiihrungsform wird die 

Verformung der Messschicht 7' auf Grand der Dickenanderung entlang der 

Messschicht an einer Vielzahl von Positionen gemessen, so dass eine 

Dickenkarte der Messschicht 7' emiittelbar ist, insbesondere durch Messung 

vor und nach der Verformung. Als Messmittel konnen Ultraschallmessgerate 

oder Interferometer, vorzugsweise Laser interferometer vorgesehen sein. 

Durch die Druckbeaufschlagung/Verformung der Messschicht 7' und die 

Oberflachenunebenheiten der Druckplatte 5 und/oder Aufnahme 1 wird die 

Messschicht 7' an unterschiedlichen Positionen verdichtet, verdrangt, 

verdiinnt, also entsprechend verformt, was in diesem Fall eine 

Dickenanderung zur Folge hat, da die Messschicht 7' plastisch verformbar 

ist. 

In der in Figur 4 dargestellten Ausffill rung ist die Messschicht 7" als Gitter 

mit Bahnen vorgesehen, wobei die Bahnen im vorliegenden Fall orthogonal 

zueinander verlaufen. Eine winklige Anordnung der Bahnen zueinander ware 

ebenfalls denkbar. Wesentlich ist dabei, dass die Bahnendicke moglichst 

einheitlich ist, damit eine reproduzierbare Messung der Verformung 

ermoglicht wird. 
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Die Berechnung der Druckverteilung erfolgt durch die Formal in Fig. 7. Die 

Viskositat T|, der Querschnittsflache A| des Tropfens vor der Verformung, 

der Querschnittsflache A2 des Tropfens nach der Verformung, das 

Tropfenvolumen V und die Zeit der Komprimierung t werden verwendet, um 

die Kraft F, die auf den Tropfen wirkt, zu berechnen. Der Druck berechnet 

sich durch die entsprechende Normierung auf den Tropfenquerschnitt. Durch 

die Berechnung der Krafte bzw. Driicke an unterschiedlichen Positionen des 

Wafers kann eine Kraft- bzw. Druckkarte erstellt werden. Die 

Querschnittsflachen A| und A2 sind die mittleren Querschnittsfllichen der 

sich aus den Tropfen der Schicht 7 bildenden Zylinder, welche entstehen, 

wenn die Platte 4 auf der Schicht 7 abgelegt wird (Fig. If). 

Bei den erfindungsgemaBen Ausfuhrungsformen 7' und 7" erfolgt keine 

Absolutberechnung der Druckverteilung. Bei diesen bei den 

erfindungsgemaBen Ausfiihrungsformen wird die Dickenverteilung der 

Schicht 7' bzw. des Gitters 7" nach einer angemessen langen Zeit, mit 

Vorzug einige Mi nut en, ausgewertet. Die Dickenverteilung als Funktion des 

Ortes stellt ein direktes Abbild der Druckverteilung zum Kontaktzeitpunkt 

dar. Diese relative Dickenverteilung reicht aus, um eine zumindest 

naherungsweise Aussage iiber die Schwachstellen der Werkzeuge zu erhalten. 

Die erfindungsgemaBen Ausfiihrungsformen 7' und 7" werden nur 

angewandt, wenn man das Werkzeug fiir das Bondverhalten von sehr weichen 

Bondinterfaces, beispielsweise Bondingadhesiven, testen mochte. In der 

erfindungsgemaBen Ausfiihrungsform 7" kann auch versucht werden, aus der 

sich ergebenden Linienverbreiterung des Gitters Riickschliisse auf die 

(relative) Druckverteilung zu erlangen. Fur die erfindungsgemaBen 

Ausfiihrungsformen 7' und 7" werden ublicherweise niedrige Bondkrafte 

kleiner 15 kN, mit Vorzug kleiner 10 kN mit noch groBerem Vorzug kleiner 5 

kN verwendet. 
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Bezugszeichenliste 

1 Werkzeug 

lo Werkzeugoberflache 

2 Wafer 

3 Abstandshalter 

4 Wafer 

5 Werkzeug 

5o W e r k z e u g o b e r f 1 a c h e 

6, 6! Platte 

7» 7\ 7" Messschicht 

8 Dispenser 

9 haftreduzierende Schichten 

10 Heizung 

11 Messmittel 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Ermittlung der Druckverteilung zum Bonden eines ersten 

Substrats mit einem zweiten Substrat mit folgenden Schritten, 

insbesondere mit folgendem Ablauf: 

Einbringen einer Messschicht (7, 7', 7") zwischen ein erstes 

Werkzeug (1) zur Aufnahme des ersten Substrats und ein zu dem 

ersten Werkzeug (1) ausgeriehtetes und gegeniiberliegendes zweites 

Werkzeug (5) zum Bonden der Substrate, 

Verformung der Messschicht (7, 7', 7") durch Anna he-rung der 

Werkzeuge (1, 5), 

Messung der Verformung der Messschicht (7, 7', 7") und 

Berechnung der Druckverteilung. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zwischen der Messschicht (7, 7', 

7") und dem ersten Werkzeug (1) und/oder zwischen der Messschicht 

(7, 7'» 7") und dem zweiten Werkzeug (5), insbesondere zueinander 

ausgerichtete, Wafer (2, 4) eingebracht werden. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die Form 

der Messschicht (7, 7', 7") vor der Verformung, insbesondere nach 

Einbringung der Messschicht (7, 7', 7") gemessen wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Messschicht (7, 7', 7") aus fluidem, 

insbesondere aushartbarem, vorzugsweise nach Aushartung plastisch 

verformbaren, Material besteht. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dass Dispenser (8) zum definierten Verteilen der 

Messschicht (7, 7% 7") zwischen dem ersten Werkzeug (1) und clem 

zweiten Werkzeug (5) vorgesehen sind. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Messung der Verformung an einer Vielzahl 

von Positionen entlang der Messschicht (7, 7', 7"), insbesondere 

optisch, erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Messschicht (7, 7', 7") durch 

Tropfenaufbringung, insbesondere auf dem Wafer (2), hergestellt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem zwischen der Messschicht (7, 7', 

7") und mindestens einem der Wafer (2, 4) eine haftreduzierende 

Schicht (9) eingebracht wird. 
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9. Vorrichtung zur Ermittlung der Druckverteilung zum Bonden eines 

ersten Substrats mit einem zweiten Substrat mit: 

- Einbringmitteln (8) zum Einbringen oder Aufbringen einer 

Messschicht (7, 7', 7") zwischen ein erstes Werkzeug (1) und ein 

zum ersten Werkzeug (1) ausgerichtetes und gegeniiberliegendes 

zweites Werkzeug (5), 

Verformungsmitteln (1, 5) zur Verformung der Messschicht (7, 7', 

7") durch Aufeinander zu bewegen der Werkzeuge (1, 5), 

Messmitteln zur Messung der Verformung der Messschicht (7, 7', 

7")und 

Berechnungsmi11e 1 n zur Berechnung der Druckverteilung. 


